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요약

    
본 발명에 따른 액정디스플레이의 리사이징방법은 LCD의 원하는 크기(37)를 결정하고, 이로써 상기 LCD의 원하지 않
는 부분(38)을 식별하는 단계을 포함한다. 이어, 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는, 임의의 테이프 자동
화 본딩 스트라이프(Tape Automated Bonding strips: TAB)(62)를 제거하고, 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 
해당하는, 임의의 플렉스 회로(138) 또는 그 부분을 절단하여 제거하며, 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하
는, 임의의 회로기판(66) 또는 그 부분을 절단하여 제거한다. 다음으로, 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하
는, 디스플레이 패널 부분을 제거하기 위해 그 디스플레이 패널(50)을 절단하고, 최종적으로 상기 디스플레이 패널의 
절단된 엣지부를 밀봉한다.
    

대표도
도 3

색인어
액정디스플레이, 디스플레이 패널, TAB, 리사이즈

명세서

    기술분야

본 발명은 일반적으로 액정 디스플레이(LCD)에 관한 것으로, 특히 LCD를 리사이징하는 방법에 관한 것이다.

    배경기술

    
액정 디스플레이(LCD)는 당 기술분야에 잘 알려져 있다. 능동 매트릭스형 LCD는 행/열방향 어드레스 라인(address 
line)과 이에 상응하는 구동회로를 포함한다. 이러한 형태의 디스플레이는 통상적으로 X-Y 능동 매트릭스형 LCD로 
알려져 있다. 상기 행/열방향 어드레스 라인은 일반적으로 그 LCD의 2 내지 4개의 변으로부터 구동된다. 즉, 상기 행방
향 어드레스 라인은 디스플레이의 1 또는 2개의 변으로부터 구동되고, 상기 열방향 어드레스 라인은 디스플레이의 나머
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지 변 중 1 또는 2개의 변으로부터 구동된다. 상기 행 또는 열방향 어드레스 라인에 2개의 구동장치가 사용되는 경우에
는, 상기 라인은 대향하는 변으로부터 구동되고 서로 맞물리게 된다.
    

일반적으로 상기 행/열방향 어드레이스 라인을 위한 구동칩은 그 디스플레이 패널의 변에 인접하게 배치되어 LCD의 출
력제어를 위한 중앙제어부와 해당 구동칩을 결부시키는 기능을 하는 개별 인쇄회로기판 상에 실장된다. 상기 구동칩으
로 종종 플렉시블 회로(flexible circuit: 이하, 플렉시 회로라 함) 어셈블리가 사용된다.

    
도1은 종래의 LCD구성의 전형적인 예를 나타내는 사시도이다. 도1에 도시된 LCD는 디스플레이 패널(10)과, 각각 행
구동장치(12)와 열구동장치(13)를 지지하는 복수개의 플렉스 회로(11,14)를 포함한다. 상기 플렉스 회로(11,14)에 
지지되는 행구동장치(12) 및 열구동장치(13)는 개별 어드레스 라인(행과 열)에 연결되고 디스플레이의 엣지로 확장
된다. 일반적으로, 상기 플렉스 회로는 디스플레이 주위에 추가적으로 요구되는 면적을 최소화되도록, 디스플레이 패널
(10)면에 직교하게 배치된다. 회로판(15,16) 및 컨넥터(17,18)는 중앙 제어부에 구동칩을 결부시킨다.
    

    
다른 전형적인 종래 LCD 구성은 LCD의 각 변을 따라 그 변에 인접한 개별 리지드 회로판을 제공하는 개별 구동 TAB
(tape automated bonding)를 포함한다. 각 회로판은 디스플레이 패널(10)의 해당변에 따라 실장된 구동 TAB과 그 
회로판을 결부시킨다. 이러한 구동 TAB은 도2에 도시되어 있다. 상기 TAB(20)은 그 구동 TAB(20)의 출력리드(29)
에 전기적으로 연결된 어드레스 라인을 구비한 디스플레이 패널(10)의 엣지를 따라 실장된다. 윈도우(25)는 출력리드
지지부(32)가 디스플레이 패널(10)에 실장될 수 있고 베이스부(21)가 그 디스플레이 패널(10)과 직교하도록 구부려
질 수 있게 제공된다. 상기 베이스부(21)는 구리로 이루어진 복수개의 입력 및 출력 트레이스(input and output trac
e: 31,29)를 포함하며, 상기 구동칩(27)은 입력/출력 트레이스(31,29)에 각각 전기적으로 연결된다. 입력 트레이스(
31)은 입력컨넥터(34)를 통해 중앙 제어부로부터 입력신호를 수신한다.
    

    
상기 설명된 종래의 LCD는 일반적으로 다양한 표준사이즈로 사용된다. 하지만, 중간 제조업자는 의도한 LCD용도에 따
른 정확한 규격의 요구에 부합하도록 LCD사이즈를 감소시키거나 리사이징할 필요가 있을 수 있다. 예를 들면, 도3에 
도시된 바와 같이, 중간제조업자는 원하는 부분(37)의 무결성을 유지하면서, LCD의 원하지 않는 부분(38)을 물리적
으로 절단하여 제거함으로써 LCD사이즈를 감소시키고(또는) 그 종횡비를 변경하는 것이 요구될 수 있다. 이런 경우에, 
상기 LCD를 가로방향모드(landscape mode)에서 세로방향모드(portrait mode)로 또는 그 반대로, 선택적으로 전환
시킬 수도 있다.
    

    
그러나, LCD의 리사이징은 그 구성으로 인해 많은 장애가 있다. 디스플레이 패널(10)은 액정층이 배치되는 평탄 캐비
티가 정의되도록 주위가 밀봉된 한쌍의 대향하는 투명글래스판을 포함하는 적층형 글래스 구조이다. 글래스판을 스크라
이빙(scribing)하여 디스플레에 패널(10)을 절단할 때에, 하부판(능동판)은 그 스크라이빙에 의해 상부판(수동판)이 
분리되는 순간의 압축응력으로 손상될 수 있다. 게다가, 디스플레이 패널(10)의 절단된 엣지부를 밀봉하기 전에 그 부
분의 근처에서 큰 가스거품이 발생할 수도 있다.
    

나아가, 상기 설명된, 연관된 TAB, 플렉스 회로 및/또는 회로기판의 절단방법은 필요하다. 즉, 상기 연관된 TAB, 플렉
스회로 및/또는 회로기판의 최종크기가 디스플레이 패널의 원하는 크기와 일치하도록 원하는 부분의 무결성을 유지하
면서 원하지 않는 부분을 제거하기 위해 상기 방법은 요구된다.

    발명의 상세한 설명
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따라서, 본 발명의 목적은 LCD의 남겨진 원하는 부분 전체의 무결성을 유지하면서, LCD를 리사이징하는 방법을 제공
하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 상기 LCD의 디스플레이 패널의 능동판을 손상시키지 않고, 그 디스플레이 패널을 리사이징하는 
방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 액정 물질로 축적된 가스거품을 대체함으로써 절단된 엣지부를 수선하는 방법을 제공하는 것
이다.

끝으로, 본 발명의 다른 목적은 상기 디스플레이 패널의 원하는 크기에 일치하는 원하는 부분의 무결성을 유지하면서, 
임의의 연관된 TAB, 플렉스회로 및/또는 회로기판의 원하지 않는 부분을 제거하는 방법을 제겅하는 것이다.

상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명에 따라서 액정 디스플레이(LCD)를 리사이징하는 방법이 제공된다. 상기 방법은

    도면의 간단한 설명

도1은 플렉스회로 및 회로기판을 이용한 종래의 LCD를 나타내는 사시도이다.

도2는 종래의 LCD에 선택적으로 사용될 수 있는 종래의 TAB을 도시한다.

도3은 본 발명에 따라 LCD를 리사이징하는 방법을 나타내는 개략도이다.

도4는 본 발명에 따라 LCD를 리사이증하기 위한 일반적인 절차를 나타내는 흐름도이다.

도4A, 도5 및 도6은 LCD 상에서 수행되는 본 발명에 따른 도4의 절차를 나타낸다.

도7 및 도8은 본 발명에 따라 디스플레이 패널을 리사이징하는 방법을 나타낸다.

도9 내지 12는 본 발명에 따라 패널 어셈블리를 밀봉하는 방법을 나타낸다.

도13은 본 발명에 따라 플렉스 회로를 절단하는 방법을 나타낸다.

    실시예

본 발명의 목적, 구성 및 효과는 첨부된 도면과 함께 예시된 실시형태에 관한 아래의 상세한 설명을 통해 보다 자명해질 
것이다. 상기 도면은 여러 도면에 걸쳐 동일하거나 유사한 참조부호는 동일하거나 유사한 요소를 식별한다. 본 발명은 
사이즈의 제한조건에 부합하기 위해, 큰 사이즈의 LCD를 축소시키거나 리사이징하는 방법을 제공한다.

도3을 참조하면, LCD의 전체크기는 원하지 않는 부분(38)을 제거하여 원하는 크기(37)로 감소된다. 어떤 경우에는, 
LCD의 종횡비(폭 대 높이)가 가로방향모드(종횡비 > 1)에서 세로방향모드(종횡비 < 1)로 변하거나, 정방형(종횡비
=1)으로 변할 수도 있다.

    
도4는 LCD를 리사이징하는 전체 과정을 개략적으로 나타낸다. 단계(40)에서는, 절단할 부분에 해당하는 상부기판 및 
하부기판에서 상기 편광(polarizer)(및 보상(compensator))막을 제거한다. 단계(41)에서는, TAB, 플렉스회로 및/또
는 회리판을 절단하고 원하지 않는 부분을 제거한다. 이어, 단계(42)에서 상기 디스플레이 패널을 절단하고, 절단된 변
의 손상 및 그로 인한 가스거품에 대해 조사한다. 가스거품이 검출되면, 단계(46)에서 엣지부를 수선한다. 다음으로, 
단계(48)에서 상기 절단된 엣지부분을 접착제로 밀봉한다. 이하, 도4의 절차의 각 단계를 보다 상세히 설명하기로 한
다.
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도4A는 단계(40)을 보다 상세히 나타낸다. 원하지 않는 부분(43)의 전면 및 후면으로부터 막을 제거하여 절단기구가 
직접 절단경로(45)를 따라 글래스기판에 접촉할 수 있도록 한다. 이로써 반복가능하면서도 높은 품질을 갖는 스크라이
브 표시가 보장된다. 어떤 경우에는, 상기 막의 전체를 두 기판으로부터 제거할 수도 있다. 이러한 방법은, 예를 들어 새
로운 막으로 기존의 막을 대체하기 위해서 수행될 수 있으며, 이는 리사이즈된 LCD의 광학적 및/또는 환경적인 성능을 
보다 향상시킬 것이다.
    

도5 내지 도6은 단계(40)을 보다 상세히 나타낸다. 도5는 LCD의 상부 평면도이며, 디스플레이 패널(50), 복수개의 T
AB(52), 행구동기판(54) 및 열구동기판(56)을 포함한다.

    
도6에서는, LCD의 원하지 않는 부분이 표시되어 있다. 여기에는 상기 디스플레이 패널(50)의 원하지 않는 부분, 이에 
해당하는 TAB(62) 및 그 TAB(62)에 해당하는, 열구동기판(56)의 원하지 않는 부분(66)도 도시되어 있다. TAB(6
2)은, 임의의 적절한 수단, 예를 들면, 히트바(heat bar), 핫 나이프(hot knife), 쿨 나이프(cool knife)를 이용하거나 
TAB(62)을 박리(peeling)함으로써 제거된다. 현재 핫 나이프를 사용하는 방법이 가장 잘 알려진 TAB(62)의 제거방
법이다. 여기서, 제거된 TAB(62)은 디스플레이 패널(50)의 원하지 않는 부분(60)에 있는 열 어드레스 라인에 직접 
해당한다.
    

    
이에 대응되도록, 열 구동회로기판(52)은 인쇄회로기판분야에서 통상적으로 이용되는 엔드밀(end mill)을 실시하는 
것과 같이, 임의의 적합한 수단을 사용함으로써 사이즈를 감소시킬 수 있다. 마지막 능동 TAB(68)을 제공하는 필요한 
트레이스(trace)의 손상을 방지하기 위한 특별한 보호책이 취해져야 한다. 따라서, 우선 상기 회로기판을 조사하고, 마
지막 능동 TAB(68)을 제공하는 트레이스의 위치를 표시해야 한다. 이어, 마지막 능동 TAB(68)을 제공하는, 상기 표
시된 트레이스의 무결성을 유지하는 것을 보장하면서, 열구동기판(56)을 신중하게 절단하여 원하지 않는 부분(66)을 
제거한다. 정확한 절단방식이 확인되었다면, 유사하게 제조된, 모든 열기판은 동일한 방식을 사용하여 절단될 수 있다. 
추가적으로, 상기 설명된 공정뿐만 아니라 아래에서 설명된 공정에서, 정확성과 수율의 향상을 도모하고자 기계적 고정
장치를 사용할 수도 있다.
    

바람직하게는, LCD의 원하는 잔류부분이 영구손상된 어셈블리에 대한 불필요한 비용발생이 방지되도록 기능적으로 완
벽한지를 확인하기 위해, LCD의 기능테스트를 수행할 수 있다.

앞서 개략적으로 설명된 절단공정을 여러 TAB(62)을 제거하는데 사용될 수도 있다. 나아가, LCD의 세로방향을 따른 
부분을 제거하는 방법이 설명되었으나, 이와 유사하게 가로방향 또는 수평방향에 따른 부분을 그 해당하는 TAB(62) 
및 행 구동회로기판의 해당부분과 함께 제거할 수도 있다.

하지만, LCD가 양 반대측(좌,우)으로부터 제공되는, 서로 맞물린 행 어드레스 라인을 구비할 경우에는, 세로방향에 따
른 부분을 디스플레이의 밀도를 감소시키지 않고 제거할 수는 없다. 마찬가지로, LCD가 양 반대측(상,하)으로부터 제
공되는, 서로 맞물린 열 어드레스 라인을 구비할 경우에는, 가로방향에 따른 부분을 디스플레이의 밀도를 감소시키지 
않고 제거할 수는 없다.

    
상기 LCD의 리사이징방법의 또 다른 단계는 디스플레이 패널을 리사이징하는 단계를 포함한다. 도4의 단계(42)에 도
시된 바와 같이, 디스플레이 패널의 사이즈를 감소시키는 공정은 도6에 도시된 디스플레이의 원하지 않는 부분(50)을 
식별하는 것으로부터 시작한다. 일단, 원하지 않는 부분을 식별하였고 상기 설명한 바와 같이 TAB을 제거하면, 도7에 
도시된 바와 같이, 편광막(72,74)을 디스플레이 패널로부터 제거한다. 상기 디스플레이 패널(50)은 통상적으로 플레
이트 어셈블리(plate assembly: 70), 정면 편광막(72)와 배면 편광막(74)일 것이다. 상기 정면/배면 편광막(72,74)
을 디스플레이 패널 전체로부터 또는 제거할 부분만으로부터 제거할 수 있다. 어떤 경우에는, 상기 편광막(72,74)은 
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보상막과 같은 다른 막에 적층될 수도 있다. 간단하게 설명하기 위해, 편광막(72,74)가 어셈블리이지만, 다양한 적층
물일 수 있다.
    

    
모든 경우에, 디스플레이 패널 내에 또는 행/열 어셈블리 내에서 전압에 민감한 장치의 손상을 방지하기 위해서, 적절한 
정전기 방전(ESD)과정이 수반되어야 한다. 이는 접착제로 부착된 막을 제거할 때에 특히 요구된다. 당 기술분야에 잘 
알려진 바와 같이, 테이프를 표면에서 제거하는 것은 마찰대전(tribocharging)을 유발한다. 2개의 물질이 밀착되어 분
리될때, 그 사이에서 전자전송이 발생한다. 상기 물질은 반대 전하를 획득하고, 비전도체인 경우에 분리된 지점의 표면
상에 국부적으로 전하불균형이 생긴다. 양측의 막과 유리기판은 비전도체이므로, ESD는 전리장치(ionizer)를 이용고 
분리공정속도를 규칙화시키며 상대습도를 조절함으로써 제어되어야 한다.
    

    
도6을 참조하면, 상기 플레이트 어셈블리(70)는 액정 물질(81)에 부착된, 능동판(82)와 수동판(80)을 포함한다. 상
기 수동판(80)과 상기 능동판(82)는 각각 스크라이빙되어 스크라이브(scribe: 84,86)를 형성한다. 상기 스크라이브 
중 가장 인접한 것이 제1 오프셋 거리(87)로, 바람직하게는 3㎜이상으로 상기 디스플레이 패널의 능동영역으로부터 어
긋난다. 상기 능동영역은 디스플레이용도로 작동하는 리사이즈된 LCD의 부분이다. 제1 오프셋은 공학적 성능의 저하를 
야기시킬 수 있는, 상기 능동영역으로 엣지밀봉접착제의 이동이 최소화시키는 기능을 한다. 바람직한 실시형태에서는, 
스크라이브(84,86)은 제2 오프셋거리로, 바람직하게는 1-2㎜로 어긋나게 배치된다. 제2 오프셋(88)은 밀봉작용을 
위한 충분한 영역을 제공하는데 그 목적이 있다. 능동판(82) 또는 수동판(80)은 접착을 위한 충분한 공간을 허용하기 
위해, 추가적인 표면영역을 포함할 수 있다. 어떤 경우에는, 전체 오프셋(제1 오프셋와 제2 오프셋의 합)이 적어도 5㎜
가 되도록 하는 것이 바람직하다. 도8에 도시된 바람직한 실시형태에서는, 수동판(80)은 엣지밀봉 전에 잠재적인 손상
원에 노출되는 것으로부터 능동판(82)을 보호하기 위해, 그 능동판(82)위에 배치되어 있다. 나아가, 상기 오프셋(88)
은 능동판(82)의 원하는 부분에서 스크라이브(86)에서 수동판(80)이 깨질 때에 상기 능동판(82)상에서 발생되는 압
축응력을 야기되는 회로의 단락을 방지하는 것을 돕는다.
    

다음으로, 각 스크라이브(84,86)에서 플레이트 어셈블리(70)을 쪼갠다. 바람직한 실시형태에서는, 능동판의 무결성을 
보다 더 보호하기 위해, 수동판(80)을 먼저 쪼갠다. 각 스크라이브(84,86)을 따라 플레이트 어셈블리를 쪼개기 위해, 
거의 1°의 각 변위(angular displacement)가 요구된다.

    
이어, 도11와 같이, 절단변(110)을 따라서 쪼개는 공정에 의해 발생되는 손상 또는 가스거품(112)에 대해서 패널 어
셈블리(70)을 검사할 수 있다. 다음으로, 도12와 같이, 상기 가스거품은 절단변(110)을 비스듬하게 또는 수직으로 위
치시킴으로써 제거될 수 있다. 패널 어셈블리(70)를 수직방향으로 유지하면서, 일부 액정물질(120)을 엣지부(110)에 
적용된다. 이 때에, 그 액정은 불순물이 첨가된 또는 첨가되지 않는 물질일 수 있다. 바람직하게는, 상기 액정은 행 패널
의 액정과 부합하도록 불순물이 첨가된다. 상기 패널 어셈블리(70)는 비스듬하게 또는 수평으로 진공상태에 배치하여 
가스거품을 그 절단엣지(110)로부터 배출시킬 수 있다. 가스거품(112)이 배출되면, 추가된 액정(120)은 형성된 공극
을 충진하고, 이로써 가스거품(112)는 액정(120)으로 대체되게 된다. 이러한 공정은 선택적으로 진공상태에 배치하기 
전에 플레이트 어셈블리(70)를 예열시킴으로써 용이하게 수행될 수 있다.
    

    
도9를 참조하면, 패널 어셈블리(70)를 밀봉하는 방법이 도시되어 있다. 절단엣지부(110)에 접착제(90)을 적용함으로
써 패널 어셈블리를 밀봉할 수 있다. 여기에는 UV(자외선)경화성 접착제, 대기경화성 접착제 및 열경화성 접착제 등의 
많은 접착제가 사용될 수 있다. 패널 어셈블리(70)을 작은 각도(92)로 경사지게 하여 밀봉된 영역을 들어올린다. 이러
한 경사로 인해 밀봉효율에 대한 심각한 영향없이 안전하게 잔류할 수 있는 약간의 나머지 가스거품(112)까지 접착제
(90)으로 방출시킬 수 있다. 소정의 잔류 액정물질(81)이 접착제(90)에 용해될 것이므로, 접착제(90)를 적용하기 전
에 엣지부(110)를 세척할 필요는 없다. 접착제(90)를 적절하게 적용한 후에, 당기술분야에 통상적으로 알려진, 접착제 
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형태에 적합한 방법을 이용하여 경화시킨다.
    

    
도10은 밀봉된 패널 어셈블리(70)의 바람직한 실시형태이다. 도13을 참조하면, 도4의 단계(40)로 표시된 바와 같이, 
플렉스 회로(138)가 도시되어 있다. 플렉스 회로(138)은 디스플레이 패널(50)과 회로기판(56)사이에 게재되어 있다. 
플렉스회로(138)은 구동칩(132), 입력트레이스(136) 및 출력트레이스(134)를 포함한다. 입력트레이스(136)는 상
기 회로기판(56)에서 구동칩(136)으로 전기적 신호를 전송하고, 절단되거나 손상되지 않는다. 상기 출력 트레이스(1
34)는 디스플레이 패널(50)의 해당부분에서는 구동칩에 의해 제공되는 어드레이스 라인과 일치한다. 일부 출력트레이
스(134)는 디스플레이 패널(50)의 원하지 않는 부분에서 어드레이스라인을 구동할 수도 있다. 이런 경우에는, 출력 
트레이스(134) 및 상기 플렉스 회로(138)의 해당부분이 절단되어 폐기될 수 있다.
    

    
더이상 필요하지 않은 출력 트레이스(134)를 판단하기 위해, 플렉스 회로를 주의깊게 조사한다. 출력트레이스(134)의 
수는 일반적으로 입력트레이스(136)의 수보다 많다. 따라서, 일반적으로, 출력트레이스(134)가 구동칩(132)의 모든
변에 있는 반면에, 모든 입력트레이스(126)는 회로기판(56)에 마주하는 구동칩(132)의 일측에 모여있다. 다음으로, 
남겨질 출력트레이스(134) 또는 임의의 입력 트레이스(136)을 손상시키지 않고 더이상 필요하지 않은 출력트레이스
(134)를 절단하기 위해, 절단선의 광학적 축(130)을 결정해야 한다. 이어, 날카로운 엣지를 이용하여 절단한다. 이러
한 절단에는 X-액토 나이프(X-acto knife)를 사용하는 것이 바람직하다. 또한, 여기서도 적절한 ESD공정을 채용하
는 것이 바람직하다.
    

리사이징 전에, 편광판을 제거하는 경우에는, 새로운 막을 동시에 디스플레이에 적층한다. 상기 편광판의 적층 및 방향
은 당 기술분야에 잘 알려져 있다.

    산업상 이용 가능성

이와 같이, 본 발명은, 도4에 설명된 절차와 상세한 설명을 통해, 새로운 LCD의 리사이징방법을 제공한다.

본 발명이 바람직한 실시형태를 참조하여 상세히 설명하였으나, 이는 단지 예시적인 적용형태에 불과하다. 따라서, 당
업자라면 첨부된 청구범위로 정의된 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양하게 변경될 수 있다는 것을 이해할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

⒜ 액정디스플레이(LCD)의 원하는 크기(37)를 결정하고, 이로써 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)을 식별하는 단계
;

⒝ 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는, 임의의 테이프 자동화 본딩 스트라이프(Tape Automated Bondin
g strips: TAB)를 제거하는 단계;

⒞ 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는, 임의의 플렉스 회로(138) 또는 그 부분을 제거하는 단계;

⒟ 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는, 임의의 회로기판(66) 또는 그 부분을 제거하는 단계; 및,

⒠ 상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는, 디스플레이 패널 부분을 제거하기 위해 그 디스플레이 패널(50)을 
절단하는 단계를 포함하는,
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액정디스플레이의 리사이징(resizing)방법.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 단계⒟는,

상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는 출력트레이스(134)를 결정하는 단계와, 상기 LCD의 원하지 않는 부분
(38)에 해당하는 상기 출력 트레이스(134)에만 교차하는 절단선의 광학적 축(134)을 결정하는 단계와, 상기 광학적 
축(130)상에 있는 상기 회로기판(66)을 절단하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 액정디스플레이의 리사이징 방법.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 임의의 플렉스 회로(138) 또는 그 부분을 제거하는 단계⒞는,

상기 LCD의 원하지 않는 부분(38)에 해당하는 출력트레이스(134)를 결정하는 단계와, 상기 LCD의 원하지 않는 부분
(38)에 해당하는 출력트레이스(134)에만 교차하는 절단선의 광학적 축(130)을 결정하는 단계와, 상기 광학적 축(13
0)상에 있는 상기 플렉스 회로(138)를 절단하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 디스플레이 패널을 절단하는 단계⒠는,

절단될 영역에 있는 상기 디스플레이 패널로부터 임의의 부착된 편광판(72,74)을 제거하는 단계와, 상기 디스플레이 
패널의 수동판(80) 및 능동판(82)을 스크라이빙하는 단계와, 상기 수동판(80) 및 상기 능동판(82)에 약 1°의 각변
위를 적용하여 절단된 엣지부가 발생하게 상기 수동판(80) 및 상기 능동판(82)을 절단하는 단계를 포함함을 특징으로 
하는 액정디스플레이의 리사이징방법

청구항 5.

제4항에 있어서,

상기 능동판 스크라이브(84)와 수동판 스크라이브(86) 중 상기 디스플레이 패널의 능동영역에 보다 인접한 스크라이
브는 그 디스플레이 패널의 능동영역으로부터 제1 오프셋 거리(87)에 있고, 상기 능동판 스크라이브는 상기 수동판 스
크라이브로부터 제2 오프셋 거리(88)로 어긋나게 형성됨을 특징으로 하는 액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 6.

제4항에 있어서,

상기 능동판에 손상을 최소화하기 위해 상기 수동판을 먼저 절단함을 특징으로 액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 7.

제5항에 있어서,
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상기 절단된 엣지부에 밀봉용 접착제(90)를 적용하여 그 절단된 엣지부를 봉합하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 
액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 8.

제7항에 있어서,

상기 밀봉용 접착제(90)로 가스가 배출되도록, 상기 절단된 엣지부는 상기 적용과정 및 그 밀봉용 접착제(90)의 경화
과정에서 소정의 각(92)으로 비스듬하게 배치됨을 특징으로 하는 액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 9.

제1항에 있어서,

상기 디스플레이의 절단된 에지부를 가스거품에 관련하여 검사하는 단계; 및,

가스거품(112)이 있는 경우에, 그 가스거품(112)에 인접한 엣지를 따라서 액정물질(120)을 적용하는 단계와, 상기 
가스거품이 배출되어 상기 액정물질(120)로 대체되도록 거의 수직인 방향으로 진공상태에 상기 디스플레이 패널을 배
치하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 액정디스플레이의 리사이징방법.

청구항 10.

제9항에 있어서,

상기 액정물질(120)을 적용하기 전에 상기 디스플레이 패널을 예열시키는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 액정디스
플레이의 리사이징방법.
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根据本发明的液晶显示器的尺寸调整方法包括识别LCD的不需要部分
（38）的步骤，确定LCD的所需尺寸（37）。随后，移除对应于LCD的
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后，显示面板的切边部分被密封。液晶显示器，显示面板，TAB，调整
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